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- Komplexe Baugrupp

;- Design, Test, Fertigung
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Simulation vermeidet Redesigns

GED verfiigt tiber langjahrige Expertise im Design komplexer HDI-Leiter-
platten. Wir nutzen bereits in der Designphase umfangreiche Pre- und
Postsimulationen, um EMV und Signalintegritit der Baugruppen zu unter-
suchen und zu optimieren. So vermeiden wir systematisch kostenintensive
Redesigns in der Produktion.



3D Elektronik

Integrative Entwicklung raumlich angeordneter Elektronik

Dreidimensionale Elektronik ist das Erfolgskonzept fiir
besonders kleine, leistungsstarke stationire und mobi-
le Geréte. Aus der intelligent verdichteten Kombination
von Mechanik und Elektronik entstehen hochintegrative
Bauteile und Gerite.

Concurrent Engineering

GED setzt dafiir auf die integrative Konstruktion von
raumlicher Elektronik — mittels 3D-Mechanik-CAD

und Elektronik-CAD. Der Datenaustausch zwischen bei-
den Systemen erfolgt in Echtzeit und erlaubt simultanes
Entwickeln. Unsere Elektronikdesigner erhalten die
Gehdusedaten aus der Mechanikkonstruktion und kon-
struieren — mit wesentlich mehr Freiheitsgraden - Elek-
tronik und Leiterplatten direkt in die Umgebung hinein.

Die Vorteile liegen auf der Hand: schnellere und bessere
Ergebnisse, dementsprechend weniger Redesigns und
geringere Entwicklungskosten. Damit kénnen wir Ihnen
neue, erweiterte, einfach bessere Losungen bieten:

e Reduzierung der Teilezahl und
Miniaturisierung

e Rationalisierung der Produktion

e Hohere Zuverléssigkeit — niedrigere Kosten

e Konstruktion und Simulation von
verschachtelten Leiterplatten

e GED SMART Flex- und Starrflex-Konzepte

e MID - Molded Interconnect Device




Hochstrom

Technologieorientierte Systementwicklung

Neue Aufbau- und Verbindungstechnologien bestim- Simulation im GED—mgenen Hochstromlabor
men im entscheidenden MaB iiber neue Applikationen Wir verfiigen iiber spezielle Entwicklungs- und Simu-
leistungselektronischer Systeme. Basis fiir neue erfolg-  lationtools fiir Leistungselektronik. Der GED Hoch-
reiche Mechatronikkonzepte ist dabei der hohe Inte- strom-Komplettservice bietet Ihnen optimierte Ent-
grationsgrad von Leistungs- und Signalelektronik in wicklungs- und Designlosungen, verbunden mit hoher
Form von SMART Power-Baugruppen. Wir von GED Termintreue - inklusive Test, Simulation, Qualitéts-
wissen, wie es geht: Mit aktuellstem Know-how und und Systempriifung in unserem eigenen Hochstromlabor.

langjahriger Erfahrung setzen wir fiir Sie kosten-
und leistungsoptimierte Hochstrom-Lésungen um!

Stréme von 50 bis 1.000 Ampere lbertragen
Das GED-Leistungsspektrum umfasst die komplette,
interdisziplindre Entwicklung neuer Aufbau- und
Verbindungstechnologien. Dazu gehéren Aspekte wie
Packaging, Entwidrmung, Montage- und Anschluss-
konzepte, Hochstrommessung, Energieverteilung,
kontaktloses Schalten und Batteriemanagement.
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Embedded Elektronik

SIP System in Package - kleiner, schneller, besser

Miniaturisierung in 2,5 und 3D Chipmodule

GED miniaturisiert Ihre Elektronik. Fiir die hochintegrierte Verbindungs-
technik setzt GED verschiedene hochmoderne Verfahren ein. Aktuelle
Substrattechniken mit Leiterstrukturen bis zu 10 pm, Vias von 30 ym und
miniaturisierten Bauteilen wie Dies, Flip und Micro-BGA stoBen in véllig
neue Bereiche vor. Besonders die 3D-Chipmodule erméglichen extreme
Miniaturisierungsgrade, indem eingebettete Bauteile auf mehreren Ebenen
iibereinander platziert werden.

Die Vorteile:

e Steigerung der Systemperformance

e Reduzierung der Verlustleistung

e Optimierung der EMV und Signalintegritat

e Miniaturisierung, Gewichtsreduzierung, hohere Zuverlassigkeit
e Verhinderung von Nachbau

e Preisoptimierung bei steigender Stiickzahl
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HDI-
12 Lagen-Leiterplatte

45 x 45 x 10 mm

2,5D Modul




3D Full Service

Entwicklung, Aufbau-
und Verbindungs-
technologien

Design &
Simulation
(EMV, Si,
Thermo)

Leiterplatten &
Bestiickung,

Test

Modul- und
Geratefertigung

Elektronik von der Leiterplatte
bis zur Systemlésung

Die Gesellschaft fiir Elektronik und Design mbH ist seit

25 Jahren ein deutschland- und europaweit renommiertes
Dienstleistungsunternehmen fiir Beratung, Entwicklung,
Design, Fertigung und Produktionssteuerung von Elektronik
und Verbindungstechnologien. Das Unternehmen ist dariiber
hinaus auch als konzeptioneller Systemlésungspartner mit
Technologieberatung und mit eigener Produktentwicklung
erfolgreich. GED arbeitet fiir alle Industriebereiche wie
Telekom, Medizin, Automotive, Transportation und andere.

GED. High power, high density, high speed.
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GED

Gesellschaft fiir Elektronik und Design mbH

PastoratsstraBBe 3
53809 Ruppichteroth (KéIn/Bonn)
Germany

Phone: +49 (0) 2247 - 92 19-0
Fax: +49 (0) 2247 - 92 19-50

E-Mail: ged@ged-pcb-mem.de
Internet: www.ged-pcb-mem.de

Office
Petra Severin, +49 (0) 2247 - 92 19-0

Consulting
Hanno Platz, +49 (0) 2247 - 92 19-11

Technical Office Norddeutschland
+49 (0) 451 - 59 29 55-0

Technical Office Ostdeutschland
+49 (0) 3660 - 36 35 19



KTRONIK

INNOVATIVE ELEKTRONIKPRODUKTE




